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T: Montaz komputera osobistego z podzespotow.

Przygotowanie do montazu

Montaz podzespotéw na ptycie gtéwnej.

Montaz ptyty gtdwnej w obudowie jednostki centralnej.
Przeanalizuj ponizsze tresci

Odpowiedz na zadania 3, 4

Analiza i ocena wykonanych przez ciebie zadan nastgpi podczas zajec live w pigtki (8.05.2020 r.) o godz. 10.15 —
obecnos¢ obowigzkowa.

Do podstawowych podzespoléw jednostki centralnej zaliczamy:
» obudowe komputerows,
» plyte gtéwng,
«» procesor (CPU) z zestawem chlodzacym,
» moduly pamigci RAM,
» dysk twardy (HDD),
+» naped optyczny,
» karte graficzng,
« zasilacz komputerowy.
Po skompletowaniu podzespoléw nalezy przygotowac stanowisko monterskie. Giéwng czynnoscig powinno
by¢ polozenie i uziemienie maty antystatycznej oraz zapigcie opaski antystatycznej na nadgarstku (rys. 42.3).
Zaleca sie réwniez wykonywanie prac montazowych w rekawiczkach ochronnych.

Opaska antystatyczna

Przed montazem plyty gtéwnej w obudowie jednostki centralnej wskazane jest zainstalowanie na niej delikat-
nych i waznych elementéw, takich jak procesor z systemem chlodzgcym i moduty pamigci RAM. Pierwszg czyn-
noécig jest ustalenie i zamocowanie procesora w gniezdzie (rys. 42.4).

ZAPAMIETA]

Niewlasciwe ulozenie procesora w gniezdzie moze spowodowa¢ jego uszkodzenie. Nalezy korzystac z oznaczeti
nanoszonych na obudowie procesora lub zlgczu socket.

i. Montaz procesora w gniezdzie
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Nastepnym krokiem jest nalozenie pasty przewodzacej na obudowe procesora. Nie wolno tego robic, jezet
w radiatorze dolaczonym do procesora w zestawie pasta zostala nalozona fabrycznie (rys. 42.5). Wystarczy nis
wielka ilo§¢ pasty, poniewaz sama sie rozprowadza pomiedzy procesorem a radiatorem pod wptywem sity.

Rys. 42.5. Nalozenie pasty na obudowe
procesora

Teraz mozna przystapi¢ do zamocowania systemu chlodzacego sktadajacego si¢ z radiatora i wentylatoss
w zaleznoéci od rodzaju platformy systemu montazu procesora (Intel lub AMD). W systemie stosowanym prz==
firme Intel tzw. cooler jest montowany w otworach specjalnie przygotowanych w ptycie gtéwnej. Montaz jes
prosty, wystarczy wlozy¢ plastikowe kotki w otwory i z géry docisna¢ mechaniczny zatrzask. Wyrazny odgtos jest
sygnatem, ze kazdy z kotkéw zostat wlasciwie zamontowany (rys. 42.6).

5. 42.6. Montaz coolera

| ‘ W systemie AMD radiator z wentylatorem montuje si¢ w podstawie przykreconej §rubami do ptyty gléwme

a mocuje sie za pomocg dzwigni z wyprofilowanej blaszki.
Nastepna czynnoscig jest podlaczenie ztacza zasilajacego wentylator do gniazda CPU-FAN na plycie giowme
(rys. 42.7).
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Rys. 42.7. Podlaczenie zasilania wentylatora



Ostatnim podzespotem montowanym na plycie giéwnej s3 moduly pamigci operacyjnej RAM. Jezeli modu-
ly pamieci s3 odpowiednio dobrane do slotéw na plycie gléwnej (inaczej méwigc s3 obstugiwane przez piyte
gléwng), to montaz polega na ustaleniu potozenia, zgodnie z wycigciem w zlaczu grzebieniowym modutu, oraz
dociénieciu do momentu zatrzasnigcia elementow mocujacych (rys. 42.8, rys. 42.9).

Ustalenie polozenia moduiu pamigci

Mocowanie moduléw pamigci

ZAPAMIETA]

Moduly pamieci dobieramy zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi do piyty glownej. Jezeli chee-
my korzysta¢ z technologii dwukanatowej (dual-channel), nalezy kupi¢ zestaw fabrycznie dobranych dwéch mo-
dutéw dla uzyskania najlepszej zgodnosci pracy.

Przed zamocowaniem piyty gléwnej nalezy umiescic w tylnej czesci obudowy specjalnej maskownicy, ktora jest

dolaczona do piyty gléwnej i ma wcigcia dostosowane do zamontowanych ztaczy 1/O (rys. 42.10).




Nastepnie trzeba umiesci¢ dystanse w miejscach odpowiednio dopasowanych do formatu plyty gléwne

Rozmieszczenie dystanséw czesto jest oznaczane na obudowie i ptycie gléwnej za pomoca liter A, B, C =2
(rys. 42.11).

Rodzaje dystans6éw stosowanych do plyt gléwnych

Teraz nalezy oprze¢ ptyte gléwna na dystansach i dopasowa¢ otwory blaszki do zigczy 1/0. Tak utozona pis

te gléwng trzeba umocowac za pomoc $rub z podktadkami. Do tego celu uzywa sie wkretaka krzyZako*.x_e;t
(rys. 42.12).

,,f"krzyia kowy

Sruba z podkiadka
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Plyta gtdwna

Metalowy dystans

Struktura montazu plyty gtéwnej

Ostatnig czynnoscia tego etapu jest podiczenie przyciskéw, diod sygnalizacyjnych i gniazd przedniego pe
nelu obudowy do plyty gléwnej (rys. 42.13). Poszczegélne grupy pinéw s3 dokladnie opisane na schematacs

w instrukcji obstugi dotaczonej do plyty gléwnej. Opisy wtyczek obudowy: SPEAKER (glo$nik systemows

POWER SW (przycisk zasilania), RESET SW (przycisk resetu), POWER LED (dioda zasilania), H.D.D. LEZ
(dioda dysku twardego).

5. 42.13. Podlgczenia element6éw panelu przedniego




ZADANIE 4

Studium przypadku
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